Technische Information ZESTRON

SESTRON FER

Losemittelreiniger zur Flussmittelentfernung in halbwéssrigen Prozessen

ZESTRON® FA* ist ein |6semittelbasierendes Reinigungsmedium fir die Flussmittelentfernung von elektronischen
Baugruppen, Keramikhybriden, Leistungselektronik (Power Module, Leadframes, Discretes, Power LEDs) und
Packages (Flip Chips/CMOS). Das Produkt zeichnet sich besonders durch seine hohe Reinigungsleistung und
Beladungsfahigkeit aus und sorgt dadurch fir extrem lange Standzeiten des Reinigungsbades.

Anwendungsbereich - Reinigung von Baugruppen, Leistungselektronik & Packages
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. . . water soluble (WS), synthetically
No clean (NC), mildly activated (RMA), activated (RA) activated (SA)
* J-STD-004

Vorteile gegeniber anderen Reinigungsmedien

= Sehr hohe Badbeladungskapazitat, ermdglicht dadurch sehr lange Badstandzeiten

= Ohne externen Explosionsschutz einsetzbar.

= ZESTRON® FA* enthélt keinerlei Tenside und ist gut spilbar.

= Erhdhte Drahtbond- /Moldqualitét bei Power Modulen, Leadframe-basierten Discretes sowie Power LEDs

= Verringert die Void-Rate beim Underfill und verbessert die Bildauflésung durch Entfernung der Tacky Fluxes von

Flip Chips/CMOS
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High Precision Clearing

Unabhéngige Test Zentren - GroBte Auswahl an Reinigungsanlagen, -chemie & Analyse

- zESTRON

Maschinen Test Zentrum

Analytik Zentrum

lhre Vorteile:

Besuchen Sie unser Maschinen Test Center und reinigen Sie lhre elektronischen Baugruppen in Reinigungsanlagen fihrender internationaler Hersteller.

= Sie lernen die Reinigungsanlagen kennen & reinigen Ihre bestickten Baugruppen unter Praxisbedingungen mit der Unterstitzung lhres ZESTRON Prozessingenieurs
= Sie Uberprifen die Reinigungsergebnisse sofort vor Ort (ROSE, ggf. IR, IC, REM/EDX usw.) fir maximale Vergleichbarkeit & Ergebnistransparenz
= Sie erhalten eine Prozessgarantie inkl. detaillierter Prozessparameter fir die von uns empfohlene Anlagen/Reiniger-Kombination

Kontaktieren Sie ZESTRONSs Prozessingenieure fir Reinigungsversuche: +49 8453 41995 318; techsupport@zestron.com

Technische Daten

Dichte (g/cecm) bei 20°C 0,94
Oberfléchenspannung (mN/m) bei 25°C 29,7
Siedetemperatur 162 - 190°C
Flammpunkt 75°C
pH-Wert 10g/l H20 10,4
Dampfdruck (mbar) bei 20°C 0,47
Anwendungstemperatur 40 - 55°C
Wasserldslichkeit Léslich
Einsatzkonzentration Fertigmischung Unverdinnt

Produkteigenschaften & Reinheitsstandards

""é:s 100% konform mit den EU Richtlinien
e (RoHS 1, 2 & 3, WEEE)

Compliant

Umfangreich getestet und zur Reinigung von bleifreien

Lotpasten geeignet

Reach
Compliant

Das Produkt ist frei von bedenklichen Inhaltsstoffen gemaf3
der SIN- & SVHC-Listen
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Baugruppen, die in einem Prozess mit ZESTRON® FA+ gereinigt
werden, erreichen die Anforderungen der nachstehenden Standards:

= Optische Reinheit nach IPC-A-610
= |onische Reinheit, Harzreinheit und Partikelreinheit nach J-STD 001

®  Reinheitsanforderungen an unbestiickten Leiterplatten nach
IPC 5704

=  Richtlinien for die Reinigung von gedruckten Leiterplatten und
Baugruppen nach IPC-Hdbk-65B

Ein Reinigungsprozess mit ZESTRON® FA+ kann dabei helfen, die
Partikelkontamination zu reduzieren.
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Umwelt- & Arbeitsschuiz

= ZESTRON® FA™ ist biologisch abbaubar.
= ZESTRON® FA* ist frei von halogenierten Verbindungen formuliert.
* Fir den Einsatz am Arbeitsplatz beachten Sie bitte die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Verfigbarkeit, Lagerung & Entsorgung

1 Liter v = Verfugbar als einsatzfertige Mischung.
= Es wird empfohlen ZESTRON® FA* im Originalgebinde,
5 Liter v in einem Temperaturbereich von 5 - 30°C zu lagern.
= Luftdicht verschlossen ist das Produkt unter diesen
25 Liter v Bedingungen mindestens 5 Jahre haltbar.
200 Liter v

Weitere Informationen zum Produki

=  Material Compatibility )
Vor dem Einsatz des Reinigers bitte die Ubersicht bzgl. der Materialvertraglichkeit einsehen.

* Filterempfehlung
Um die besonders lange Badstandzeit von ZESTRON® FA* voll auszunutzen, ist eine Filtration des Mediums
empfehlenswert.

= Sicherheitsdatenblatt

Verfugbare Prozess-Optimierungsprodukie

Damit ein stabiler Reinigungsprozess gewdhrleistet werden kann, ist die Badiberwachung und
Reinigeraufbereitung essenziell. For ZESTRON® FA* steht daher folgende Méglichkeit zur Verfigung:

Reinigeraufbereitung:
= Waéhrend der Verwendung von ZESTRON®FA* kann der Adsorber HM1 Schwermetalle aus dem
Reinigungsbad entfernen.
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